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Numéros des publications

Depuis le ler janvier 1997, les publications de la CEl
sont numérotées a partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEIl incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d’édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement la publication de base, la
publication de base incorporant I'amendement 1, et la
publication de base incorporant les amendements 1
et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEIl est
constamment revu par la CEl afin qu'il reflete I'état
actuel de la technique.

Des renseignements relatifs a la date de reconfir-
mation de la publication sont disponibles dans le
Catalogue de la CEl.

Les renseignements relatifs a des questions a I'étude et
des travaux en cours entrepris par le comité technique
qui a établi cette publication, ainsi que la liste des
publications établies, se trouvent dans les docu ci-
dessous:

* «Site web» de la CEI*

» Catalogue des publications de la CEI
Publié annuellement et mis a jour
régulierement
(Catalogue en ligne)*

* Bulletin de la CEI
Disponible & la fois g
et comme périgdique

Terminologie, symHbg
et littéraux

graphiques utilisables
compilation des feuilles individuelles, et la CEl 60617:
Symboles graphiques pour schémas.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication incor-
porating amendment 1 and the base publication
incorporating amendments 1 and 2.

Validity of this public@tion

under consideration and
taken by the technical

C

talogue of IEC publications
blished yearly with regular updates
On-line catalogue)*

IEC Bulletin
Available both at the IEC web site* and
as a printed periodical

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are referred to
IEC 60050: International Electrotechnical Vocabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are
referred to publications IEC 60027: Letter symbols to
be used in electrical technology, |EC 60417: Graphical
symbols for use on equipment. Index, survey and
compilation of the single sheets and IEC 60617:
Graphical symbols for diagrams.

* See web site address on title page.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS PIEZOELECTRIQUES A MONTAGE EN SURFACE
POUR LA COMMANDE ET LE CHOIX DE LA FREQUENCE -
ENCOMBREMENTS NORMALISES ET CONNEXIONS DES SORTIES —

Partie 1: Encombrements des enveloppes en plastique moulées

AVANT-PROPOS

favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, Ia CEl, entre autres actiyité

Les documents produits se présentent sou \ lls sont publiés
comme normes, rapports techniques ou guides\et agxé par ks Comités natlonaux

Dans le but d'encourager I'unification internati , Nités Rationaux de la CEIl s'engagent a appliquer de
fagon transparente, dans toute la mesure i 3

L'attention est atirée
I'objet de droi
responsable de ne\ga

La Norme int i 8337-1 a été établie par le comité d'études 49 de la CEl:
Dispositifs pi s i ilectriques pour la commande et le choix de la fréquence.

Le texte de cetteNor

e est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
49/431/FDIS 49/438/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

L'annexe A est donnée uniquement a titre d'information.
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International
Piezoelectri

This Inté

The text of this

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SURFACE MOUNTED PIEZOELECTRIC DEVICES
FOR FREQUENCY CONTROL AND SELECTION —
STANDARD OUTLINES AND TERMINAL LEAD CONNECTIONS —

Part 1: Plastic moulded enclosure outlines

FOREWORD

prising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). Th promote
international co-operation on all questions concerning standardization in
this end and in addition to other activities, the IEC publishes Internatignal Star . Their preparation is

entrusted to technical committees; any IEC National Committee arested W the sutpject¥dealt with may

for Standardization (ISO) in accordance with condition sement between the two
organizations.

Standards transparently to
divergence between the IE
indicated in the latter.

heir national and regional standards. Any
ing national or regional standard shall be clearly

k approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to he in gonformi \ i ndards.

Attention is dra the 4 { b€ elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. S gnsible for identifying any or all such patent rights.

has been prepared by IEC technical committee 49:
ses for frequency control and selection.

andayd is based on the following documents:

FDIS Report on voting
49/431/FDIS 49/438/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

Annex A is for information only.
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La CEI 61837 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général: Dispositifs
piézoélectriques a montage en surface pour la commande et le choix de la fréquence —
Encombrements normalisés et connexions des sorties:

Partie 1: Encombrements des enveloppes en plastigue moulées;
Partie 2: Encombrements des enveloppes en céramiquel);

Partie 3: Encombrements des enveloppes métalliques?).

@%
N

1) A publier.
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IEC 61837 consists of the following parts under the general title: Surface mounted piezoelectric
devices for frequency control and selection — Standard outlines and terminal lead connections:

Part 1 Plastic moulded enclosure outlines;
Part 2 Ceramic enclosure outlines 1);

Part 3 Metal enclosure outlines 1).

@%
N

1) To be published.
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INTRODUCTION

La demande de dispositifs & montage en surface (DMS) pour la commande et le choix de la
fréquence augmente chaque année et la CEl 61240 a été préparée pour répondre a ces
besoins. Actuellement, la préparation de plusieures normes couvrant les encombrements et
connexions des sorties des dispositifs a montage en surface, basées sur les regles générales
données dans la CEl 61240 s'est révélée nécessaire.

Aprés de nombreuses discussions a ce sujet, au sein du CE 49, une proposition, incorporant
61 conceptions d'enveloppes a été préparée, qui a été acceptée et diffusée comme projet de
comité. Cependant, le danger existe que ces enveloppes ne soient pas largement utilisées, du
fait du trop grand nombre de types de résonateurs a quartz avec des types /feformés de sorties
qui ont été créés.

— les enveloppes métalliques qui feront I'objet de la

S
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INTRODUCTION

The demand for surface-mounted devices (SMD) for frequency control and selection increases
every year and IEC 61240, has been prepared in response to this demand. It has been
necessary to prepare separate standards covering individual SMD outlines and terminal lead
connections based on the general rules in IEC 61240.

After several discussions on the matter within TC 49, a proposal was prepared covering 61
types of enclosure designs, which has been accepted and issued as a committee draft. There
is, however, a risk that these will not be widely used, as too many kinds of reformed types of
leaded crystal units have been issued.

After considerable discussion on this matter at the TC 49 meeting in Roiterdam\it has been
decided that the individual SMDs available should be separated into tixee parts.depending on
the material used to fabricate the enclosure. The three parts are:

— moulded plastic enclosures which are dealt with in this stand
— ceramic enclosures which will be dealt with in IEC 6183
— metal enclosures which will be dealt with in IEC 618

<
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DISPOSITIFS PIEZOELECTRIQUES A MONTAGE EN SURFACE
POUR LA COMMANDE ET LE CHOIX DE LA FREQUENCE —
ENCOMBREMENTS NORMALISES ET CONNEXIONS DES SORTIES -

Partie 1: Encombrements des enveloppes en plastique moulées

1 Domaine d'application

s’appliquent pas. Toutefois, les parties
la CEl 61837 sont invitées a recherchge

grties basées sur le systéme descriptif de désignation pour
as dispositifs.

QCC (supportde ptice a quatre rangées de sorties);
— SIP (enveloppe simple en ligne).

4 Désignation de types

La désignation des types est présentée sur les quatre parties suivantes:

A B C / D D’

A: Symbole de configuration de I'enveloppe:

— DCC (support de puce a deux rangées de sorties);
— QCC (support de puce a quatre rangées de sorties);
— SIP (enveloppe simple en ligne).
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SURFACE MOUNTED PIEZOELECTRIC DEVICES
FOR FREQUENCY CONTROL AND SELECTION —
STANDARD OUTLINES AND TERMINAL LEAD CONNECTIONS -

Part 1: Plastic moulded enclosure outlines

1 Scope

This part of IEC 61837 deals with standard outlines and terminal lead
apply to SMDs for frequency control and selection in plastic moulded e
on |IEC 61240.

2 Normative references

3 Configuratio? of

4 Designation of types

The designation of types is shown on the four parts as follows:

A—BC/DD'

A: Configuration symbol of enclosures:
— DCC (dual chip carrier);
— QCC (quad chip carrier);
— SIP (single in-line package).
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B: Structure des sorties:

— L: sorties en L avec contacts pliés;
— J: sorties en J avec contacts pliés.

C: Nombre des sorties

D: Numéro de série des deux figures.

5 Dimensions des enveloppes en plastique moulées

Les dimensions précisées dans la présente norme s'appliquent aux| dis
commande et le choix de la fréquence a montage en surface terminés. sont données
les dimensions qui répondent aux exigences de la CEIl 61240.

6 Connexions des sorties

Le tableau suivant indique ation de
configuration des feuilles de spé pré 2

Tablea —

elogpes en plastique moulées

N° Ty{e > 2 {euﬁ?e\n © \/ Description

1 DCC-J4/01 ille v Enveloppe en plastique, moulée, destinée au montage en
/\ surface par quatre sorties pliées

2 DCC-J4/02 Feuille 2 Enveloppe en plastique, moulée, destinée au montage en
surface par quatre sorties pliées

surface par quatre sorties pliées

3 D C-}‘%S\\ Feule’3 Enveloppe en plastique, moulée, destinée au montage en

4 DC 4/}k\ /1—/euille 4 Enveloppe en plastique, moulée, destinée au montage en
surface par quatre sorties pliées
5 DCC-J4/05 Feuille 5 Enveloppe en plastique, moulée, destinée au montage en

surface par quatre sorties pliées

6 DCC-J4/06 Feuille 6 Enveloppe en plastique, moulée, destinée au montage en
surface par quatre sorties pliées

7 DCC-J4/07 Feuille 7 Enveloppe en plastique, moulée, destinée au montage en
surface par quatre sorties pliées

8 DCC-J4/08 Feuille 8 Enveloppe en plastique, moulée, destinée au montage en
surface par quatre sorties pliées

9 SIP-L5/01 Feuille 9 Enveloppe en plastique, moulée, simple en ligne, destinée au
montage en surface par cinqg sorties pliées
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B: Structure of terminal leads:

L: leaded type;
— J: folded leads type.

C: Number of terminal leads

D: Serial number of two figures

5 Plastic moulded enclosure dimensions

The dimensions in this standard apply to all the completed SMD-device
and selection. Only those dimensions are given which meet the requiren

guency control
§1240.

6 Lead connections

Recommendations for the lead connections of all completed
and selection are given in the following individual sheets
given in the detail specification.

requency control
shall always be

7 Plastic moulded enclosures

The following table sets out the design Ided enclosures as outlined in

the ensuing specification sheets.

Tabl@gg\a&\

Ided enclosures

natjo
No. Type I @e\tNo. Description

1 DCC-J4/ﬂ/1\ x %{t 1 > Plastic, moulded, four folded leads SMD outline
2 DCC-J4/bQ/ }N\eet\Z\ \ Plastic, moulded, four folded leads SMD outline
3 DCC-J4/(}3’\\ S\heé{s\ Plastic, moulded, four folded leads SMD outline
4 DCCJ4/04 \ sheet4” Plastic, moulded, four folded leads SMD outline
5 DC<—J4%S\ \ S)eet 5 Plastic, moulded, four folded leads SMD outline
6 /Docygi0g.  \ | Sheets Plastic, moulded, four folded leads SMD outline
7 C-M? \\/ Sheet 7 Plastic, moulded, four folded leads SMD outline
8 DCC-h‘fO{ > Sheet 8 Plastic, moulded, four folded leads SMD outline
9 SIP-L5/01 Sheet 9 Plastic, moulded, single in-line five leads SMD outline
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